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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА 

ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 11.02.17 «Разработка электронных устройств и систем» (базовый уровень). 

Рабочая программа междисциплинарного курса «Технологические операции и 

процессы производства электронных устройств и систем» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке, при освоении рабочей профессии в рамках 

специальности 11.02.17 «Разработка электронных устройств и систем» при наличии среднего 

(полного) общего образования или начального профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Междисциплинарный курс «Технологические операции и процессы производства 

электронных устройств и систем» относится к профессиональному модулю ПМ.01 

«Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных устройств и систем в 

соответствии с технической документацией» 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

– выбора технологического процесса сборки, монтажа и демонтажа электронных 

систем в соответствии с технической документацией и отраслевыми стандартами; 

– подготовки инструментов, приборов и оборудования для пайки к работе; 

– использования персональной вычислительной техники для работы с 

конструкторской и технологической документацией в специализированном программном 

обеспечении; 

– осуществления входного контроля электрорадиоэлементов: визуальная 

проверка внешнего вида (целостность корпуса, выводов) и условного обозначения 

номиналов на соответствие их принципиальной схеме устройства; 

– сборки несущих конструкций второго уровня с низкой и высокой плотностью 

компоновок элементов, выполненных на основе устройств первого уровня, деталей и узлов; 

– пайки элементов электронных устройств с высокой плотностью компоновки, 

выполненных на основе изделий нулевого уровня; 

– монтажа проводов, кабелей и жгутов в электронных устройствах 

конструктивной сложности второго уровня; 

– герметизации электронных устройств на основе несущих конструкций второго 

уровня с низкой и высокой плотностью компоновок устройств первого уровня, деталей и 

узлов; 

– контроля качества сборки несущих конструкций первого уровня с низкой 

плотностью компоновки элементов, выполненных на основе изделий нулевого уровня; 

– подготовки паяльной пасты/клея и установки приспособлений на 

автоматизированное оборудование нанесения паяльной пасты/клея на платы; 

– нанесения паяльной пасты/клея на печатную плату; 

– контроля нанесения паяльной пасты/клея на печатную плату; 

– подготовки и загрузки плат в автоматическое оборудование монтажа 

электронных компонентов; 



– проверки компонентов в групповой упаковке для загрузки  

в автоматическое оборудование монтажа электронных компонентов; 

– заправки лент установки групповой упаковки с компонентами в питатели или 

приспособления для забора компонентов и установка питателей  

в автоматическое оборудование монтажа электронных компонентов; 

– первичной настройки систем технического зрения автоматического 

оборудования монтажа электронных компонентов; 

– проверки качества установки компонентов перед процессом оплавления припоя; 

– выбора режимов оплавления исходя из требований технологического процесса 

сборки электронных модулей и сборок;  

– проверки пайки компонентов после процесса оплавления 

уметь: 

– использовать техническую документацию при выполнении сборки, монтажа и 

демонтажа электронных систем; 

– выполнять приемку и проверку компонентов, поступивших для монтажа и 

сборки электронных систем; 

– выбирать и готовить оборудование, инструменты и приспособления, 

применяемые при монтаже и сборке электронных систем, в том числе аудиовизуальной 

техники; 

– использовать различные технологии монтажа компонентов на печатные платы; 

– осуществлять сборку электронных систем, устройств и блоков в соответствии с 

технологической документацией; 

– осуществлять контроль качества сборки, монтажа и демонтажа электронных 

систем, с применением измерительных приборов и устройств; 

– использовать приспособления и оборудование для герметизации компаундом; 

– подготавливать компаунд к заливке элементов несущих конструкций первого 

уровня с низкой плотностью компоновки; 

– соблюдать правила техники безопасности при выполнении сборки, монтажа и 

демонтажа электронных систем; 

– выбирать и настраивать технологическое оснащение и оборудование к 

выполнению задания; 

– осуществлять наладку основных видов автоматического и автоматизированного 

технологического оборудования для сборки и монтажа; 

– выполнять операции по нанесению паяльной пасты/клея на печатную плату; 

– выполнять проверку качества нанесения паяльной пасты/клея на печатную 

плату; 

– выполнять операции по установке на печатную плату компонентов на 

автоматическом оборудовании; 

– выполнять проверку качества и правильности установки компонентов; 

– выполнять операцию по оплавлению паяльной пасты; 

– выполнять операции по отмывке печатной платы. 

знать: 

– требования ЕСКД, ЕСТД, необходимых отраслевых и международных 

стандартов; 

– нормативные требования по проведению технологических процессов сборки, 

монтажа и демонтажа различных видов электронных систем; 

– технические условия на сборку, монтаж и демонтаж различных видов 

электронных систем, в том числе аудиовизуальную технику; 

– технологические приемы сборки, монтажа и демонтажа различных видов 

электронных систем; 

– номенклатура электрорадиоэлементов: назначения, типы; 

– типы и типоразмеры корпусов электрорадиоэлементов; 



– назначение и характеристики материалов, применяемых для пайки и 

установки компонентов; 

– основы процесса пайки электрорадиоэлементов; 

– основы технологии монтажа электрорадиоэлементов в отверстия и 

технологии поверхностного монтажа; 

– устройство, принцип действия инструментов, приборов и оборудования для 

пайки, правила работы с ними; 

– устройство, принцип действия контрольно-измерительных приборов и 

оборудования для контроля качества пайки электрорадиоэлементов, правила работы с 

ними; 

– терминология и правила чтения конструкторской и технологической 

документации;  

– требования к организации рабочего места в соответствии с необходимыми 

отраслевыми стандартами; 

– последовательность выполнения сборки электронных устройств 

конструктивной сложности первого и второго уровней; 

– виды дефектов при сборке несущих конструкций первого и второго уровней; 

– основные технические требования, предъявляемые к герметизируемым 

электронным устройствам на основе несущих конструкций первого уровня с низкой 

плотностью компоновки изделий нулевого уровня; 

– последовательность выполнения работ по герметизации компаундом 

элементов электронных устройств на основе несущих конструкций первого уровня; 

– защитные материалы и способы их нанесения на элементы электронных 

устройств на основе несущих конструкций первого уровня; 

– правила и нормы охраны труда, охраны окружающей среды и пожарной 

безопасности; 

– устройство и принцип работы автоматической линии пайки 

электрорадиоэлементов на печатных платах; 

– классификация основных дефектов, возникающих при нанесении паяльной 

пасты/клея, установке компонентов и оплавления паяльной пасты; 

– требования технологического процесса по подготовке к пайке 

электрорадиоэлементов; 

– - нормативные требования по проведению сборки и монтажа на 

автоматических линиях; 

– основные методы и способы, применяемые для организации автоматического 

монтажа, их достоинства и недостатки;  

– основные операции автоматического монтажа;  

– назначение, технические характеристики, конструктивные особенности, 

принципы работы и правила эксплуатации используемого оборудования; 

– особенности безопасных приемов работы на рабочем месте по видам 

деятельности;  

– ресурсо- и энергосберегающие технологии в производстве радиоэлектронной 

техники. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины способствует формированию следующих общих 

компетенций: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Осуществлять подбор технологий, технического оснащения и оборудования для 

сборки, монтажа и демонтажа элементов электронных блоков, устройств и систем 

различного типа. 



ПК 1.2 Осуществлять сборку, монтаж и демонтаж элементов электронных блоков, 

устройств и систем различного типа. 

ПК 1.3 Эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и монтажа 

электронных блоков, устройств и систем различного типа. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 
Код  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Проявляющий ответственное поведение, исполнительскую дисциплину ЛР 18 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140 

В том числе:  

практические занятия 38 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 6 

Курсовое проектирование 30 

Итоговая аттестация в форме 5 семестр – экзамен 

6 семестр – дифференцированный зачет            

 

  



 

3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

« ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА 

ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ» 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовой проект 

Объем, акад. 

ч / в том 

числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад. ч 

5 семестр 

Тема 2.1. Сборка, 

монтаж и демонтаж 

элементов ЭУС 

Содержание 

22 

1. Требования к организации рабочего места 

2. Последовательность выполнения сборки 

электронных устройств конструктивной 

сложности первого и второго уровней 

3. Виды дефектов при сборке несущих 

конструкций первого и второго уровней 

4. Электрические провода и кабели. Жгутовой 

монтаж и рекомендации по вязке жгутов. 

Маркировка проводов и кабелей 

5. Основные технические требования, 

предъявляемые к герметизируемым 

электронным устройствам 

6. Последовательность выполнения работ по 

герметизации компаундом элементов 

электронных устройств 

7. Защитные материалы и способы их нанесения 

на элементы электронных устройств 

8. Контроль качества сборки несущих 

конструкций первого уровня с низкой 

плотностью компоновки элементов 

Практические занятия 

20 

1. Подготовка принтера трафаретной печати и 

нанесению паяльной пасты/клея на печатную 

плату. Проверка качества нанесения паяльной 

пасты/клея на печатную плату 

2. Подготовка автоматического 

технологического оборудования для сборки и 

монтажа. Проверка компонентов в групповой 

упаковке для загрузки в автоматическое 

оборудование. Заправка лент групповой 

упаковки с компонентами в питатели 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 4 

6 семестр 

Тема 2.2. Применение 

автоматического и 

автоматизированного 

Содержание 

48 1. Основные методы и способы, применяемые 

для организации автоматического монтажа, их 



оборудования в 

процессах 

производства 

электронных 

устройств и систем 

достоинства и недостатки. Основные операции 

автоматического монтажа 

2. Нормативные требования по проведению 

сборки и монтажа на автоматических линиях 

3. Требования технологического процесса по 

подготовке к пайке электрорадиоэлементов 

4. Назначение, технические характеристики, 

конструктивные особенности, принципы 

работы и правила эксплуатации 

автоматического и автоматизированного 

оборудования в процессах производства 

электронных устройств и систем 

5. Оборудование и материалы для проведения 

процесса оплавления печатной платы 

6. Классификация основных дефектов, 

возникающих при нанесении паяльной 

пасты/клея, установке компонентов и 

оплавления паяльной пасты 

7. Оборудование и средства для проведения 

отмывки печатной платы 

8. Типы и виды оборудования для 

осуществления контроля качества пайки 

электрорадиоэлементов 

Практические занятия 

18 

3. Настройка систем технического зрения 

автоматического оборудования монтажа 

электронных компонентов. Проведение 

операции контроля качества установки 

компонентов 

4. Подготовка оборудования для выполнения 

операции по оплавлению паяльной пасты; 

выбор режимов и проведение операции 

оплавления. Подготовка оборудования для 

выполнения операции отмывки печатной 

платы; проведение операции отмывки 

5. Проверка качества пайки компонентов на 

системе оптического контроля (инспекции) 

Курсовое проектирование 30 

Всего 146 

 

3.3. Перечень контрольных вопросов по дисциплине 

1. Требования к организации рабочего места 

2. Последовательность выполнения сборки электронных устройств конструктивной 

сложности первого и второго уровней 

3. Виды дефектов при сборке несущих конструкций первого и второго уровней 

4. Электрические провода и кабели. Жгутовой монтаж и рекомендации по вязке 

жгутов. Маркировка проводов и кабелей 

5. Основные технические требования, предъявляемые к герметизируемым 

электронным устройствам 

6. Последовательность выполнения работ по герметизации компаундом элементов 

электронных устройств 



7. Защитные материалы и способы их нанесения на элементы электронных 

устройств 

8. Контроль качества сборки несущих конструкций первого уровня с низкой 

плотностью компоновки элементов 

9. Основные методы и способы, применяемые для организации автоматического 

монтажа, их достоинства и недостатки. Основные операции автоматического монтажа 

10. Нормативные требования по проведению сборки и монтажа на 

автоматических линиях 

11. Требования технологического процесса по подготовке к пайке 

электрорадиоэлементов 

12. Назначение, технические характеристики, конструктивные особенности, 

принципы работы и правила эксплуатации автоматического и автоматизированного 

оборудования в процессах производства электронных устройств и систем 

13. Оборудование и материалы для проведения процесса оплавления печатной 

платы 

14. Классификация основных дефектов, возникающих при нанесении паяльной 

пасты/клея, установке компонентов и оплавления паяльной пасты 

15. Оборудование и средства для проведения отмывки печатной платы 

16. Типы и виды оборудования для осуществления контроля качества пайки 

электрорадиоэлементов. 

 

3.4 Тематика курсовых проектов 

1. Разработка технологического процесса изготовления платы сопряжения 

персонального компьютера с датчиком положения по заданным техническим условиям. 

2. Разработка технологического процесса изготовления платы сопряжения 

персонального компьютера с датчиком скорости по заданным техническим условиям. 

3. Разработка технологического процесса изготовления платы сопряжения 

персонального компьютера с датчиком перемещения по заданным техническим условиям. 

4. Разработка технологического процесса изготовления платы сопряжения 

персонального компьютера с датчиком температуры по заданным техническим условиям. 

5. Разработка технологического процесса изготовления платы сопряжения 

персонального компьютера с датчиком давления по заданным техническим условиям. 

6. Разработка технологического процесса изготовления платы сопряжения 

персонального компьютера с датчиком влажности по заданным техническим условиям. 

7. Разработка технологического процесса изготовления платы сопряжения 

персонального компьютера с датчиком дыма по заданным техническим условиям. 

8. Разработка технологического процесса изготовления платы сопряжения 

персонального компьютера с датчиком освещенности по заданным техническим условиям. 

9. Разработка технологического процесса изготовления платы сопряжения 

персонального компьютера с датчиком присутствия по заданным техническим условиям. 

10. Разработка технологического процесса изготовления платы сопряжения 

персонального компьютера с датчиком расстояния по заданным техническим условиям. 

11. Разработка технологического процесса изготовления платы сопряжения 

персонального компьютера с датчиком цвета по заданным техническим условиям. 

12. Разработка технологического процесса изготовления платы сопряжения 

персонального компьютера с датчиком напряжения по заданным техническим условиям. 

13. Разработка технологического процесса изготовления платы сопряжения 

персонального компьютера с датчиком тока по заданным техническим условиям. 

14. Разработка технологического процесса изготовления платы сопряжения 

персонального компьютера с датчиком движения по заданным техническим условиям. 



15. Разработка технологического процесса изготовления платы сопряжения 

персонального компьютера с датчиком направления ветра по заданным техническим 

условиям. 

16. Разработка технологического процесса изготовления платы сопряжения 

персонального компьютера с датчиком скорости ветра по заданным техническим условиям. 

17. Разработка технологического процесса изготовления платы сопряжения 

персонального компьютера с датчиком веса по заданным техническим условиям. 

18. Разработка технологического процесса изготовления платы сопряжения 

персонального компьютера с датчиком утечки по заданным техническим условиям. 

19. Разработка технологического процесса изготовления платы сопряжения 

персонального компьютера с датчиком уровня жидкости по заданным техническим 

условиям. 

20. Разработка технологического процесса изготовления платы сопряжения 

персонального компьютера с датчиком угла поворота по заданным техническим условиям. 

21. Разработка технологического процесса изготовления платы сопряжения 

персонального компьютера с датчиком приближения по заданным техническим условиям. 

22. Разработка технологического процесса изготовления платы сопряжения 

персонального компьютера с датчиком излучения по заданным техническим условиям. 

23. Разработка технологического процесса изготовления платы сопряжения 

персонального компьютера с датчиком содержания воды по заданным техническим 

условиям. 

24. Разработка технологического процесса изготовления платы сопряжения 

персонального компьютера с датчиком пламени по заданным техническим условиям. 

25. Разработка технологического процесса изготовления платы сопряжения 

персонального компьютера с химическим датчиком по заданным техническим условиям 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации, оснащенный: 

- оборудованием: рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 

компьютером с необходимым лицензионным программным обеспечением общего  

и профессионального назначения, МФУ; комплект проекционного оборудования 

(интерактивная доска в комплекте с проектором или мультимедийный проектор с экраном 

или ЖК-панель); 

- рабочие места с персональными компьютерами (или моноблоками) по количеству 

обучающихся с необходимым лицензионным программным обеспечением общего  

и профессионального назначения; 

техническими средствами: локальная сеть с выходом в Интернет. 

Лаборатории: электронной техники; технологических процессов производства 

электроники, Мастерская электромонтажа. 

  



 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные печатные издания 

1. Конструирование блоков радиоэлектронных средств : учебное пособие для СПО 

/ Д. Ю. Муромцев, О. А. Белоусов, И. В. Тюрин, Р. Ю. Курносов. – Санкт-Петербург : Лань, 

2020. – 288 с. – ISBN 978-5-8114-6501-9.  

2. Муханин, Л. Г. Схемотехника измерительных устройств : учебное пособие для 

СПО / Л. Г. Муханин. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 284 с. – ISBN 978-5-8114-6759-4.  

3. Пасынков, В. В. Полупроводниковые приборы : учебное пособие для СПО /  

В. В. Пасынков, Л. К. Чиркин. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 480 с. – ISBN 978-5-8114-

6762-4.  

4. Петров, В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности, 

смонтированных узлов блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры  

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. – Москва : 

Академия, 2019. – 296 с. 

5. Рафиков, Р. А. Электронные сигналы и цепи. Цифровые сигналы и устройства : 

учебное пособие для СПО / Р. А. Рафиков. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 320 с. – ISBN 

978-5-8114-6886-7.  

6. Рафиков, Р. А. Электронные цепи и сигналы. Аналоговые сигналы и устройства 

: учебное пособие для СПО / Р. А. Рафиков. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 440 с. – ISBN 

978-5-8114-6801-0.  

7. Терехов, В. А. Задачник по электронным приборам : учебное пособие для СПО 

/ В. А. Терехов. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 280 с. – ISBN 978-5-8114-6891-1. 

8. Юрков, Н. К. Технология производства электронных средств : учебное пособие 

для СПО / Н. К. Юрков. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 476 с. – ISBN 978-5-8114-7016-

7.  

Основные электронные издания 

1. Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2020. – 

143 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-12955-7. – Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/448635  

2. Беляков, Г. И.  Электробезопасность : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. – Москва : Юрайт, 2020. – 125 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10906-1. – Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/451137  

3. Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств 

автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. А. Воробьев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 365 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-07871-8. – Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/451995 

4. Муханин, Л. Г. Схемотехника измерительных устройств : учебное пособие для 

СПО / Л. Г. Муханин. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 284 с. – ISBN 978-5-8114-6759-4. – 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://urait.ru/bcode/451995


https://e.lanbook.com/book/152470  (дата обращения: 15.12.2020). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5. Новожилов, О. П.  Схемотехника радиоприемных устройств : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Юрайт, 2020. – 256 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-

09925-6. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/454885 

6. Пасынков, В. В. Полупроводниковые приборы : учебное пособие для СПО / В. 

В. Пасынков, Л. К. Чиркин. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 480 с. – ISBN 978-5-8114-

6762-4. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/152473  (дата обращения: 15.12.2020). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

7. Рафиков, Р. А. Электронные сигналы и цепи. Цифровые сигналы и устройства : 

учебное пособие для СПО / Р. А. Рафиков. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 320 с. – ISBN 

978-5-8114-6886-7. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/153654  (дата обращения: 15.12.2020). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

8. Рафиков, Р. А. Электронные цепи и сигналы. Аналоговые сигналы и устройства 

: учебное пособие для СПО / Р. А. Рафиков. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 440 с. – ISBN 

978-5-8114-6801-0. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/152633  (дата обращения: 15.12.2020). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

9. Юрков, Н. К. Технология производства электронных средств : учебное пособие 

для СПО / Н. К. Юрков. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 476 с. – ISBN 978-5-8114-7016-

7. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/153955  (дата обращения: 15.12.2020). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

Дополнительные источники  

1. IPC-A-610 – Критерии качества электронных сборок. 

2. Грунтович Н.В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: 

Учебное пособие / Грунтович Н.В. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 270 с.  

3. Единая система конструкторских документов (ЕСКД). Сборник ГОСТов. 

4. Единая система технологических документов (ЕСТД). Сборник ГОСТов. 

5. КИПиА от А до Я: сайт. Режим доступа: http://knowkip.ucoz.ru/tests 

6. Конструирование блоков радиоэлектронных средств : учебное пособие для СПО 

/ Д. Ю. Муромцев, О. А. Белоусов, И. В. Тюрин, Р. Ю. Курносов. – Санкт-Петербург : Лань, 

2020. – 288 с. – ISBN 978-5-8114-6501-9. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/148033  (дата обращения: 

15.12.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. ООО «Остек-Интегра» группа компаний по производству материалов 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ostec-materials.ru 

8. Практическая электроника [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ruselectronic.com 

9. Сайт по ремонту радиоэлектронной аппаратуры. [Электронный ресурс]. – URL: 

10. СМИ "Сайт Паяльник" [Электронный ресурс]. – URL: http://cxem.net 

https://urait.ru/bcode/454885
http://knowkip.ucoz.ru/tests


11. Терехов, В. А. Задачник по электронным приборам : учебное пособие для СПО 

/ В. А. Терехов. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 280 с. – ISBN 978-5-8114-6891-1. – Текст 

: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/153659  (дата обращения: 15.12.2020). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

12. Электроника для всех. [Электронный ресурс]. – URL: http://easyelectronics.ru 

Элинформ. Информационный портал по технологиям производства электроники 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.elinform.ru. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций,  

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Осуществлять подбор 

технологий, технического 

оснащения и оборудования для 

сборки, монтажа и демонтажа 

элементов электронных блоков, 

устройств и систем различного 

типа 

- правильность выбора 

технологического процесса сборки, 

монтажа и демонтажа электронных 

систем в соответствии с 

технической документацией и 

отраслевыми стандартами; 

- правильность выбора и подготовки 

инструментов, приборов и 

оборудования для пайки к работе; 

- умение использовать 

персональную вычислительную 

технику для работы 

с конструкторской и 

технологической документацией в 

специализированном программном 

обеспечении; 

- правильное осуществление 

входного контроля 

электрорадиоэлементов (приемка и 

проверка компонентов, 

поступивших для монтажа и сборки 

электронных систем); 

- верное использование технической 

документации при выполнении 

сборки, монтажа и демонтажа 

электронных систем; 

- соблюдение требований ЕСКД, 

ЕСТД, необходимых отраслевых и 

международных стандартов; 

- соблюдение нормативных 

требования по проведению 

технологических процессов сборки, 

монтажа и демонтажа различных 

видов электронных систем; 

- верный выбор технологических 

приемов сборки, монтажа и 

демонтажа различных видов 

электронных систем; 

Тестирование. 

Устный и письменный опрос.  

Демонстрационный экзамен. 

Выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

Выполнение курсового 

проектирования.  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ. 

Оценка решения ситуационных 

задач. 

Оценка процесса и результатов 

выполнения видов работ на 

практике. 

Защита отчета по итогам 

выполненных практических 

занятий. 



- правильное определение 

номенклатуры 

электрорадиоэлементов, их 

характеристик и параметров; 

- правильный выбор материалов, 

применяемых для пайки и установки 

компонентов. 

ПК 1.2. Осуществлять сборку, 

монтаж  

и демонтаж элементов 

электронных блоков, устройств и 

систем различного типа 

- правильность выполнения 

процесса сборки несущих 

конструкций второго уровня с 

низкой и высокой плотностью 

компоновок элементов; 

- соблюдение технологического 

процесса пайки элементов 

электронных устройств с высокой 

плотностью компоновки; 

- правильное использование 

различных технологий монтажа 

компонентов на печатные платы; 

- правильное выполнение процесса 

монтажа проводов, кабелей и 

жгутов в электронных устройствах; 

- правильное выполнение 

герметизации электронных 

устройств; 

- верное осуществление контроля 

качества сборки, монтажа и 

демонтажа электронных систем, с 

применением измерительных 

приборов и устройств; 

- соблюдение правила техники 

безопасности и охраны труда, 

охраны окружающей среды и 

пожарной безопасности при 

выполнении технологических 

процессов сборки, монтажа и 

демонтажа электронных систем 

Тестирование. 

Устный и письменный опрос.  

Демонстрационный экзамен. 

Выполнения индивидуальных 

домашних заданий.  

Выполнение курсового 

проектирования.  

Экспертное наблюдение 

выполнения лабораторных 

работ. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ. 

Оценка решения ситуационных 

задач. 

Оценка процесса и результатов 

выполнения видов работ на 

практике. 

Защита отчета по итогам 

выполненных практических 

занятий и лабораторных работ. 

ПК 1.3. Эксплуатировать 

автоматизированное 

оборудование для сборки и 

монтажа электронных блоков, 

устройств и систем различного 

типа 

- верное определение и понимание 

назначения, технических 

характеристик, конструктивных 

особенностей, принципов работы и 

правил эксплуатации используемого 

оборудования; 

- правильность подготовки паяльной 

пасты/клея и установки 

приспособлений на 

автоматизированное оборудование 

нанесения паяльной пасты/клея на 

платы; 

- соблюдение технологии нанесения 

паяльной пасты/клея на печатную 

плату; 

- правильное выполнение проверки 

качества нанесения паяльной 

пасты/клея на печатную плату; 

- проверка типа и номиналов 

компонентов в групповой упаковке; 

- правильность заправки лент 

групповой упаковки с 

компонентами в питатели и 

установка питателей в 

автоматическое оборудование 

монтажа электронных компонентов; 

Тестирование. 

Устный и письменный опрос.  

Демонстрационный экзамен. 

Выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

Выполнение курсового 

проектирования.  

Экспертное наблюдение 

выполнения лабораторных 

работ. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ. 

Оценка решения ситуационных 

задач. 

Оценка процесса  

и результатов выполнения видов 

работ на практике. 

Защита отчета по итогам 

выполненных практических 

занятий  

и лабораторных работ 



- правильность настройки систем 

технического зрения 

автоматического оборудования 

монтажа электронных компонентов; 

- правильность выполнения 

операций по установке на печатную 

плату компонентов на 

автоматическом оборудовании; 

- правильность выполнения 

операции по оплавлению паяльной 

пасты; 

- правильность выполнения 

операции по отмывке печатной 

платы; 

- соблюдение правила техники 

безопасности и охраны труда, 

охраны окружающей среды и 

пожарной безопасности при 

выполнении технологических 

процессов 

 

  



6. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе за _______/_______ учебный год 

 

В рабочую программу междисциплинарного курса «Технологические операции и 

процессы производства электронных устройств и систем» по специальности 11.02.17 

«Разработка электронных устройств и систем» вносятся следующие дополнения и 

изменения: 

 

Дополнения и изменения внес ___________________________________________________ 
                                                                                                             (должность, Ф.И.О., подпись) 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании педагогического совета 

колледжа 

Протокол № ______ от «___»________________20___ г. 

 

Зам. директора по УМР               ___________________                _______________________ 
                                                            (подпись)                                                                (Ф.И.О.) 

 
 

 

 


